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	成果名称
	[bookmark: _GoBack]高性能铝合金、铜合金电磁半连铸新技术

	成果体现形式
（多选）
	[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK3]□学术论文/专注□标准□专利□软件著作权□工艺■产品□材料□装备■□农业、生物品种□矿产品种□新药□其他

	所属高新技术领域
	□电子信息技术□生物与新医药技术□航空航天技术■新材料技术□高技术服务业□新能源及节能技术□资源与环境技术□高新技术改造传统产业

	所属战略性
新兴产业
	□节能环保□新一代信息技术□高端装备制造□新能源■新材料□新能源汽车

	成果属性
	■原始创新□集成创新□引进消化吸收再创新

	成果成熟度
	[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK5]□完成中试（区域试验阶段）■孵化或试生产阶段□市场化产品阶段

	成果简介
	1 技术性能指标：集成电路、超大规模集成电路用直径0.013-0.1mm的Ai、Al-1%Si超强键合线等
高附加值（0.8元/米，0.13克/1000米）线材生产用的铸坯；铜合金挤压用铸坯等。
2 技术的创造性与先进性：具有高导电、高导热、高强度和良好塑性的高性能铜合金、铝合金材料，是微电子等信息电子行业必不可少的重要材料，是发展微电子产业的重要物质基础。由于我国加工技术落后，科研基础薄弱，只能生产部分性能较低的分立元件用线材，无法生产用于大规模集成电路等领域的高性能线材，每年需大量进口（超过30万吨），严重制约微电子等高技术产业的发展。 
3 技术的成熟程度，分析制约我国高性能铜材、铝材各种性能的因素，可以清楚看出，材质、熔体洁净化处理与高性能铸坯的连续铸造技术等是关键。本项目提出的高性能铜合金、铝合金电磁半连铸新技术可大幅度降低铝材、铜材的内部缺陷，细化铸坯凝固组织，提高铝材、铜材的综合性能。
4 应用情况及存在的问题。本项目提出的高性能铜合金、铝合金电磁半连铸新技术可大幅度降低铝材、铜材的内部缺陷，细化铸坯凝固组织，提高铝材、铜材的综合性能。


	课题来源
	□国家各类科技计划 □部门各类科技计划□省各类科技计划□市地各类科技计划■单位自有计划及其他

	研究形式（多选）
	■独立研究□与企业合作□与院校或院所合作□与国外合作
□其他,请注明                               

	成果转化方式
	□股权融资□债权融资□技术转让□技术授权■技术服务□已转化（受合约条件约束不能再次转化）□其他，请注明                                   

	成果是否转化
	□是 成果转化对象                      
■否 成果潜在转化对象                                    

	成果的融资对象
	□天使投资□风险投资■产业投资□政府补贴
□其他，请注明                                   

	投资额/预期
经济效益
	投资额              预期经济效益            

	预期经济效益分析
	材质、熔体洁净化处理与高性能铸坯的连续铸造技术等是关键。本项目提出的高性能铜合金、铝合金电磁半连铸新技术可大幅度降低铝材、铜材的内部缺陷，细化铸坯凝固组织，提高铝材、铜材的综合性能。
在普通半连续铸造基础上，只需增添磁场发生器。
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	大连理工大学
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	大连市甘井子区凌工路2号
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